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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品装着装置におけるＸ、Ｙ軸方向の任意平面と、Ｚ軸方向と、該Ｚ軸を中心とす
る回転方向との移動を任意に行なう複数個の吸引部材と、前記吸引部材とともにＸ、Ｙ軸
方向の任意平面に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段とを有する
電子部品装着方法において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着工程と、前記吸引部材が吸着した電子
部品を装着部へ移動する移動工程と、装着部に移動した電子部品を基板に装着する装着工
程とを有し、
　前記吸着工程で、前記検出手段により、一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記移動工程で、前記検出手段により、残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部
品を装着することを特徴とする電子部品装着方法。
【請求項２】
　電子部品装着装置におけるＸ、Ｙ軸方向の任意平面と、Ｚ軸方向と、該Ｚ軸を中心とす
る回転方向との移動を任意に行なう複数個の吸引部材と、前記吸引部材とともにＸ、Ｙ軸
方向の任意平面に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段とを有する
電子部品装着方法において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着工程と、前記吸引部材が吸着した電子
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部品を装着部へ移動する移動工程と、装着部に移動した電子部品を基板に装着する装着工
程とを有し、
　前記吸着工程で、前記検出手段により、一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記移動工程で、前記検出手段により、他の一部の吸引部材に吸着された電子部品の保
持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記装着工程で、前記検出手段により、残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部
品を装着することを特徴とする電子部品装着方法。
【請求項３】
　前後方向に移動する進退体と、左右方向に移動する可動体と、電子部品の供給部と装着
部とを移動する上下動可能な複数個の吸引部材と、前記複数個の吸引部材とともに前後左
右方向に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段と、この検出手段の
検出信号を受ける制御手段とを備えた電子部品装着装置において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着時に、前記検出手段により、一部の吸
引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の
保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部へ移動する移動時に、前記検出手段により、
残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電
子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部品を装着することを特徴とする電子部品装
着装置。
【請求項４】
　前後方向に移動する進退体と、左右方向に移動する可動体と、電子部品の供給部と装着
部とを移動する上下動可能な複数個の吸引部材と、前記複数個の吸引部材とともに前後左
右方向に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段と、この検出手段の
検出信号を受ける制御手段とを備えた電子部品装着装置において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着時に、前記検出手段により、一部の吸
引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の
保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部へ移動する移動時に、前記検出手段により、
他の一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前
記電子部品の保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部に装着する装着時に、前記検出手段により、
残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電
子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部品を装着することを特徴とする電子部品装
着装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、電子部品の組立や装着する業界等において用いる電子部品装着方法および電
子部品装着装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、基板へチップ部品やＩＣ部品等の電子部品の組立や装着する業界等において、こ
の電子部品は、実装機における装着ヘッドへ正しい姿勢や位置等において保持されないと
、プリント基板へ搭載されたときに位置ずれを生じて製品となるプリント基板に不良品を
生ずる。
【０００３】
　そのため、装着ヘッドに吸着された電子部品は、その都度、装着前に認識カメラ等によ
りその検査を受けて、あらかじめコンピュータへ入力したデータとに異差を有するときは
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、装着ヘッドを操作して希望する条件に補正をしていた。
【０００４】
　この操作は、例えば、図１１に示すように、電子部品装着装置８０において、電子部品
供給部８１からＸＹユニットにより任意に移動する装着ヘッド８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃが
電子部品を受け取って、一旦、電子部品装着装置８０の適所に設けた電子部品認識カメラ
８３へ移動して停止し、この部品認識カメラ８３が横方向へ直線的に移動して前記した所
定の検出を行なった後、この検出値に基づいて、あらかじめ制御手段に設定した情報と異
なるとき、前記電子部品の保持状態を補正してプリント基板８４へ装着していた。
【０００５】
　したがって、装着ヘッドは、部品認識カメラへ移動する動作と、部品認識カメラの位置
で停止する動作と、カメラによる認識時間の停止動作と、その後、装着部へ移動する動作
との各工程が、毎実装操作ごと繰り返されるので、実際に部品の装着が行なわれない空白
時間がきわめて長く、大量処理と、実装作業の高速化が望まれる当業界にあっては、その
要望に十分応えられない。
【０００６】
　また、前記した欠点を改善した手段で、図示してないが、装着ヘッド部に認識カメラを
取り付けた構成が知られているが、このものは、電子部品の光像を得るため、ミラーを内
蔵したミラーボックスを設け、これを横方向へ交互に移動しなければならず、しかも、そ
の運動に合わせて装着ヘッドを上下させなければならない。
【０００７】
　そのため、構造とそれぞれの動きが複雑となって、俊敏で円滑な作動が得られないので
、装置のタクトタイムの短縮が十分に図れず、生産性の向上につながらない。
【０００８】
　また、装置が大型化するため、狭い機体内をＸＹ軸方向へ頻繁に移動するヘッド部には
、複数個の装着ヘッドを設けることが困難であり、作業効率や電子部品の装着能力を向上
させることができない。
【０００９】
　更に、装着ヘッドに認識カメラを取り付けた他の構成で、吸着から装着の間で検出手段
による電子部品検出と、制御手段による電子部品位置補正を行ない、装着ヘッドが装着部
へ到着すると、直ちに電子部品装着が行なわれる方法のものも提供されている。
【００１０】
　しかし、この方法にあっても、直交ＸＹ軸に装着ヘッドを取り付けた電子部品装着装置
では、図１２において示すタイムチャート図で明らかなように、該装着ヘッドが吸着部に
到着して電子部品吸着を行ない、次に、該装着ヘッドが吸着部から装着部へ移動する間の
時間Ｒにおいて、この装着ヘッドに吸着された電子部品が検出・補正され、該装着ヘッド
が装着部へ到着した後、プリント基板上の所定位置に装着されていた。
【００１１】
　したがって、現在の技術的課題である電子部品装着装置のタクトタイムの短縮化を考え
れば、まだ十分ではない。等の様々な問題点を有するものであった。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は前記した問題点を解決するためになされたもので、装着ヘッドに吸着された電
子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて、電子部品の保持状態を補正して、基
板に電子部品を装着することにより、装着作動時間を可及的に短縮することができる電子
部品装着方法および電子部品装着装置を提供することを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　前記した目的を達成するための本発明の手段は、電子部品装着装置におけるＸ、Ｙ軸方
向の任意平面と、Ｚ軸方向と、該Ｚ軸を中心とする回転方向との移動を任意に行なう複数
個の吸引部材と、前記吸引部材とともにＸ、Ｙ軸方向の任意平面に移動可能で、且つ前記



(4) JP 4077553 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

吸引部材の下方を移動可能な検出手段とを有する電子部品装着方法において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着工程と、前記吸引部材が吸着した電子
部品を装着部へ移動する移動工程と、装着部に移動した電子部品を基板に装着する装着工
程とを有し、
　前記吸着工程で、前記検出手段により、一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記移動工程で、前記検出手段により、残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部
品を装着する電子部品装着方法にある。
【００１５】
　また、電子部品装着装置におけるＸ、Ｙ軸方向の任意平面と、Ｚ軸方向と、該Ｚ軸を中
心とする回転方向との移動を任意に行なう複数個の吸引部材と、前記吸引部材とともにＸ
、Ｙ軸方向の任意平面に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段とを
有する電子部品装着方法において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着工程と、前記吸引部材が吸着した電子
部品を装着部へ移動する移動工程と、装着部に移動した電子部品を基板に装着する装着工
程とを有し、
　前記吸着工程で、前記検出手段により、一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記移動工程で、前記検出手段により、他の一部の吸引部材に吸着された電子部品の保
持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、
　前記装着工程で、前記検出手段により、残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状
態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部
品を装着する電子部品装着方法にある。
【００１７】
　また、前後方向に移動する進退体と、左右方向に移動する可動体と、電子部品の供給部
と装着部とを移動する上下動可能な複数個の吸引部材と、前記複数個の吸引部材とともに
前後左右方向に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段と、この検出
手段の検出信号を受ける制御手段とを備えた電子部品装着装置において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着時に、前記検出手段により、一部の吸
引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の
保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部へ移動する移動時に、前記検出手段により、
残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電
子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部品を装着する電子部品装着装置にある。
【００１８】
　また、前後方向に移動する進退体と、左右方向に移動する可動体と、電子部品の供給部
と装着部とを移動する上下動可能な複数個の吸引部材と、前記複数個の吸引部材とともに
前後左右方向に移動可能で、且つ前記吸引部材の下方を移動可能な検出手段と、この検出
手段の検出信号を受ける制御手段とを備えた電子部品装着装置において、
　前記吸引部材が供給部の電子部品を吸着する吸着時に、前記検出手段により、一部の吸
引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電子部品の
保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部へ移動する移動時に、前記検出手段により、
他の一部の吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前
記電子部品の保持状態を補正し、
　前記吸引部材が吸着した電子部品を装着部に装着する装着時に、前記検出手段により、
残りの吸引部材に吸着された電子部品の保持状態を検出し、この検出値に基づいて前記電
子部品の保持状態を補正し、基板に前記電子部品を装着する電子部品装着装置にある。
【００１９】
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【実施例】
　次に、本発明に関する電子部品装着方法および電子部品装着装置の実施の一例を図面に
基づいて説明する。
【００２０】
　図１および図２においてＡは、チップ部品やＩＣ部品等の電子部品ｂを、その供給部ｍ
より受け取って装着部ｎへ移送し、プリント基板ｃ上の所定の個数適所へ装着する電子部
品装着装置で、本体１と、検出手段２と、制御手段３とにより基本的に構成される。
【００２１】
　なお、前記した電子部品装着装置Ａは、本体１における機体４において、その一側また
は両側にパーツフィーダ等により順次搬送されて待機する電子部品ｂの供給部ｍが、また
、機体４内において移送部材（図示せず）によりプリント基板ｃが搬入出される装着部ｎ
が設けられている。
【００２２】
　そして、その構成は、図１および図２に示すように、本体１における機体４へ取り付け
て、進退手段５により前後方向へ任意に移動する進退体６と、この進退体６に取り付けて
移動手段７により左右方向へ任意に移動する可動体８と、この可動体８へ昇降手段９によ
り装着ヘッド１０を昇降自在に係合させてあると共に、この装着ヘッド１０は、回転手段
１１により縦軸方向を中心として回転自在としてあるもので、それぞれの手段５および７
，９，１１は数値制御可能なサーボモータ等により高精度で作動される。
【００２３】
　なお、この装着ヘッド１０は、電子部品ｂの上面を吸着する吸着パット式等が用いられ
るもので、４ヘッドあるいは６ヘッド等の複数個からなるヘッドに構成されているもので
あって、該装着ヘッド１０の下端部には吸着ノズル等の吸引部材１０ａが取り付けられる
。
【００２４】
　前記した検出手段２は、装着ヘッド１０の一側において可動体８へ略水平状に設けられ
た取付体３０に設けられていて、数値制御可能なサーボモータ等により制御される往復手
段１２により該装着ヘッド１０の下方を左右方向へ進退運動するように取り付けられる。
【００２５】
　そして、その構成は、装着ヘッド１０に保持された機体４における供給部ｍからの電子
部品ｂの保持状態を検出するもので、視覚センサ１３と、光像入射手段１４と、光源１５
とにより構成される。
【００２６】
　このうち、視覚センサ１３は、略水平の取付体３０の一側に取り付けられ、装着ヘッド
１０に保持された電子部品ｂに対して側方に配設されるもので、慣用のＣＣＤカメラを用
いるものであって、電子部品ｂの画像を取り込み、この検出信号を後記する制御手段３へ
送信する。
【００２７】
　なお、前記した画像認識にあっては、吸着保持された電子部品ｂの全体のサイズや全体
の前後左右方向の位置，リードピッチ，リード曲がり，リード本数等の各チェックを行な
うもので、位置補正の結果、後記する制御手段３により電子部品ｂが定められた正しい位
置に合致するようにする。
【００２８】
　前記光像入射手段１４は、視覚センサ１３に対応して取付体３０の他側に設けられ、装
着ヘッド１０の電子部品ｂの真下において、該取付体３０の移動軌跡上に取り付けられて
いるもので、その光射面が４５°をなすプリズムやミラーを用いるものであって、該光射
面は、視覚センサ１３と装着ヘッド１０の電子部品ｂ面へそれぞれ対応している。
【００２９】
　前記した光源１５は、光像入射手段１４を介して装着ヘッド１０の電子部品ｂおよび視
覚センサ１３へ照明光を送り、視覚センサ１３による計測の安定化を図るもので、該視覚
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センサ１３と同一光軸を有する同軸落射式等を用いてこの視覚センサ１３の前側に配設さ
れる。
【００３０】
　なお、この検出手段２において、該光源１５の発光位置と発光時間とを規制する位置検
出部材１６が設けられているものであって、光電管や近接スイッチ等が用いられるもので
、可動体８あるいは進退体６（検出手段２が移動式の場合は、可動体８、装着ヘッド１０
および検出手段２が相対移動式の場合は、進退体６）へ、各装着ヘッド１０に対応させて
、光源１５の射光開始と射光停止との検出子１７，１８を取り付け、これら検出子１７，
１８に対応する検出体１９を取付体３０に設けてある。
【００３１】
　前記した制御手段３は、検出手段２に連係させてこの検出信号を受けて、あらかじめ定
められたデータに基づいて演算し、前記各手段５，７，９，１１あるいは往復手段１２，
吸引部材１０ａの吸着手段（図示せず）を個別に任意に制御するもので、慣用のコンピュ
ータが用いられる。
【００３２】
　したがって、本発明に係る電子部品装着方法の一実施例の作用は以下の通りである。
【００３３】
　プリント基板ｃ上には、電子部品ｂがそれぞれ所定個数を適所に装着されるもので、こ
の作業にあっては、これら設定値や動作順序等の各データがあらかじめプログラム化され
、制御手段３へ入力してある。
【００３４】
　まず、検出手段２における電子部品認識およびその検出値に基づいた保持状態の補正に
ついて述べると、該電子部品ｂの装着は、進退手段５および移動手段７，昇降手段９，回
転手段１１を操作して、電子部品ｂの供給部ｍへ装着ヘッド１０を移動させて該電子部品
ｂを受け取る。
【００３５】
　すると、装着ヘッド１０に取り付けられている検出手段２における往復手段１２が作動
して、取付体３０すなわち該検出手段２が装着ヘッド１０に対して左右方向へ移動する。
【００３６】
　そして、位置検出部材１６における検出体１９が光源１５の射光開始検出子１７に対応
すると、光源１５から照明光が光像入射手段１４を介して、前記装着ヘッド１０の電子部
品ｂ面へ一定時間照射されると共に、この反射光を視覚センサ１３により画像として取り
込み、制御手段３へ検出データを送信する。
【００３７】
　次に、取付体３０の移動に伴って、その検出体１９が射光停止検出子１８に対応すると
、光源１５からの照射が停止されるもので、制御手段３においては前記計測による信号と
あらかじめ入力したデータとに基づいて演算が行なわれ、この電子部品ｂの画像情報処理
を行なって補正数値を得ることができるもので、プリント基板ｃへの装着にあって、電子
部品ｂの装着が正しい状態で行なわれる。
【００３８】
　このような機能を有する電子部品装着装置Ａにあって、本発明の第一実施例による電子
部品装着方法によれば、まず、複数個（本実施例においては６ヘッド一体型）の装着ヘッ
ド１０は、本体１における供給部ｍへ移動する。
【００３９】
　すると、該複数個の装着ヘッド１０の中で制御手段３から吸着指令が出た装着ヘッド１
０のうち（通常は６ヘッド全部に対してそれぞれ電子部品ｂの吸着指令が与えられるが、
全てのヘッドではない場合もある。）、検出手段２に最も近い装着ヘッド１０（図３にお
いてＺ１の装着ヘッド１０）から、その吸引部材１０ａにより順次電子部品ｂを吸着して
いく。
【００４０】
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　そして、このＺ１の装着ヘッド１０に吸着された電子部品ｂに対して、次の装着ヘッド
１０（図３においてＺ２の装着ヘッド１０）が次の電子部品ｂの吸着動作を開始および／
または吸着している状態で、直ちに、既に吸着されている電子部品ｂ（Ｚ１）の保持状態
を、検出手段２により電子部品ｂの真下を走行移動して検出する。
【００４１】
　この検出値に基づいて、例えば、吸引部材１０ａの中心位置に電子部品ｂの中心位置が
一致していないとき、あるいは、Ｚ軸において電子部品ｂがθ角度回転している等の不正
保持状態のとき、この電子部品ｂの保持状態を、プリント基板ｃに装着する際に、その検
出値の演算値分を制御手段３において補正する。
【００４２】
　この検出手段２による電子部品ｂの検出と補正の動作は、図４のタイムチャート図に示
すように、Ｚ１の装着ヘッド１０が電子部品ｂの吸着を終了し、その吸引部材１０ａが上
昇すれば、直ちに開始することができるもので、同様に、Ｚ２，Ｚ３…とのように、その
装着ヘッド１０が電子部品ｂの吸着を終了し、該吸引部材１０ａが上昇すれば、それらの
装着ヘッド１０の電子部品ｂに対して、直ちに、これら電子部品ｂの真下を走行移動して
、検出と補正を開始することができる。
【００４３】
　このように、制御手段３からの吸着指令が出た全ての装着ヘッド１０が電子部品ｂを吸
着完了後、直ちに、これら一体型６ヘッドからなる装着ヘッド１０は、この供給部ｍから
装着部ｎへ装着のために移動する。
【００４４】
　更に、この実施例方法にあって、（１）その装着ヘッド１０の移動途中において、ある
いは、（２）既に、検出とその補正が済んだ電子部品ｂのプリント基板ｃへの装着中にお
いて、まだ、電子部品ｂの保持状態の検出と補正を行なっていない装着ヘッド１０の電子
部品ｂに対して、その検出とその補正を行なう。
【００４５】
　すなわち、装着ヘッド１０による電子部品ｂの保持状態を、前記した（１），（２）の
工程の間に検出手段２により検出し、この検出値に基づいて、電子部品ｂの保持状態を補
正する。
【００４６】
　なお、この実施例の工程における検出・補正は、三つの方法が挙げられるもので、図４
および図１０を参照して説明すると、まず、一の方法は、例えば、既にＺ１の装着ヘッド
１０が電子部品ｂの吸着を終え、Ｚ２，Ｚ３，Ｚ４…の装着ヘッド１０が電子部品ｂを吸
着し始めたとき、検出手段２が電子部品ｂを吸着保持しているＺ１の装着ヘッド１０の真
下に走行移動して、該電子部品ｂの保持状態を検出し、この検出値に基づいて、電子部品
ｂの保持状態を補正する。
【００４７】
　また、二の方法は、吸着指令が与えられた全ての装着ヘッド１０が電子部品ｂの吸着保
持を終了して、装着部ｎのプリント基板ｃへ移動している間に、まだ検出・補正処理が終
了していない、例えば、Ｚ２，Ｚ３の装着ヘッド１０の電子部品ｂの真下に走行移動して
、該電子部品ｂの保持状態を検出し、この検出値に基づいて、電子部品ｂの保持状態を補
正する。
【００４８】
　更に、三の方法は、例えば、既に検出・補正処理が完了しているＺ１，Ｚ２，Ｚ３の装
着ヘッド１０が電子部品ｂをプリント基板ｃへ装着している間に、他の吸着保持されてい
て画像取り込み処理が完了していないＺ４，Ｚ５，Ｚ６の装着ヘッド１０の電子部品ｂに
対して、その真下を走行移動して行なわれるものである。
【００４９】
　この、方法の検出・補正処理にあって、装着ヘッド１０の電子部品ｂの吸着，移動，装
着のいずれの動作においても行ない得るもので、この吸着，移動，装着の全ての工程にお
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いて行なうか、吸着工程のみ，移動工程のみ，装着工程のみのいずれか、または、これら
複数工程を選択的に設定するものである。
【００５０】
　更に、多数ヘッドにわたる装着ヘッド１０にあって、その内のどの装着ヘッド１０を前
記した吸着，移動，装着のどの工程において行なうかも、任意に設定し得るものであり、
これら検出・補正処理のタイミング等の選択は、装着ヘッド１０数や、装着処理する電子
部品ｂの種類等の変化、あるいは、装着条件等の様々な要因に臨機に対応し得るものであ
る。
【００５１】
　こうして、順次、該検出・補正の終了した装着ヘッド１０の電子部品ｂをプリント基板
ｃに装着する（図４参照）。
【００５２】
　この電子部品装着方法によれば、装着ヘッド１０の電子部品ｂの吸着保持のときから、
および、電子部品ｂを吸着保持した装着ヘッド１０のＸＹ軸平面における吸着点から装着
点までの移動の間、および装着時の時間を利用して、前述した検出・補正工程が行なわれ
、かつ、完了するので、プリント基板ｃへの電子部品ｂの装着時間（タクトタイム）を可
及的に短縮することができる。
【００５３】
　次に、本発明の電子部品装着方法の第二の実施例を説明するもので、前記した構成によ
る電子部品装着装置Ａが用いられるものであって、電子部品ｂの装着ヘッド１０による吸
着保持と装着動作は、前記第一実施例と同様の作用により行なわれる。
【００５４】
　この例の特徴は、図５のタイムチャート図に示すように、電子部品ｂを吸着保持した装
着ヘッド１０のＸＹ軸平面における吸着点から装着点までの移動の間の時間を利用して、
前述した検出・補正工程が行なわれ、かつ、完了する。
【００５５】
　したがって、検出・補正工程が装着時の時間を利用しない分、前記第一実施例よりは効
果は減退するが、同様に、プリント基板ｃへの電子部品ｂの装着時間（タクトタイム）を
可及的に短縮することができるもので、６ヘッドからなる装着ヘッド１０による電子部品
ｂの全部または一部の同時装着が可能となる。
【００５６】
　なお、第一実施例同様に、吸着工程および移動工程において、電子部品ｂの検出・補正
処理のタイミング等の選定は、任意に行なわれる。
【００５７】
　更に、本発明の電子部品装着方法の第三の実施例を説明するもので、前記した構成によ
る電子部品装着装置Ａが用いられるものであって、電子部品ｂの装着ヘッド１０による吸
着保持と装着動作は、前記第一実施例と同様の作用により行なわれる。
【００５８】
　この例の特徴は、図６のタイムチャート図に示すように、全ての装着ヘッド１０が電子
部品ｂを吸着保持したとき、該装着ヘッド１０のＸＹ軸平面における吸着点から装着点ま
での移動の間、および装着時の時間を利用して、前述した検出・補正工程が行なわれ、か
つ、完了する。
【００５９】
　したがって、検出・補正工程が吸着時の時間を利用しない分、前記第一実施例よりは効
果は減退するが、同様に、プリント基板ｃへの電子部品ｂの装着時間（タクトタイム）を
可及的に短縮することができるもので、６ヘッドからなる装着ヘッド１０による電子部品
ｂの全部または一部の同時吸着が可能となる。
【００６０】
　なお、第一，第二実施例同様に、移動工程および装着工程において、電子部品ｂの検出
・補正処理のタイミング等の選定は、任意に行なわれる。
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【発明の効果】
　前述したように本発明の電子部品装着方法および電子部品装着装置は、装着ヘッドが供
給部において電子部品を吸着保持しているとき、装着ヘッドが電子部品を吸着保持して装
着部へ移動するとき、装着ヘッドが装着部において電子部品を装着しているとき、などの
それぞれの過程を利用して、電子部品の情報検出および補正処理が行なえるので、プリン
ト基板への電子部品の装着の時間効率が大幅に向上して、その高速化が達成でき、短時間
に大量の装着処理が行なえる。
【００６２】
　特に、装着ヘッドを多数設けた多ヘッド式としたとき、一層、電子部品の情報検出およ
び補正処理が効率的に行なえるので、更なる高速化した電子部品装着が可能となる。等の
格別な効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に関する一実施例の電子部品装着補正方法を採用した電子部品装着装置
の概略を示す平面図である。
【図２】　図１における装着ヘッドと検出手段とを示す拡大側面図である。
【図３】　図１における装置の電子部品吸着状態を示す説明図である。
【図４】　本発明に関する電子部品装着方法の第一実施例による装着状態を示すタイムチ
ャート図である。
【図５】　本発明に関する電子部品装着方法の第二実施例による装着状態を示すタイムチ
ャート図である。
【図６】　本発明に関する電子部品装着方法の第三実施例による装着状態を示すタイムチ
ャート図である。
【図７】　図４におけるフローチャート図である。
【図８】　図５におけるフローチャート図である。
【図９】　図６におけるフローチャート図である。
【図１０】　図１における装置の電子部品装着状態を示す説明図である。
【図１１】　従来の電子部品の装着状態を示す説明図である。
【図１２】　従来における他の電子部品装着方法による装着状態を示すタイムチャート図
である。
【符号の説明】
　Ａ 電子部品装着機
　ｂ 電子部品
　ｃ プリント基板
　２ 検出手段
　３ 制御手段
　４ 機体
　５ 進退手段
　６ 進退体
　７ 移動手段
　８ 可動体
　９ 昇降手段
　１０ 装着ヘッド
　１１ 回転手段
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